
公開講演会「伝統木造建築の耐震と劣化調査」のご案内

主　催：一般財団法人建築研究協会
後　援：公益社団法人日本木材保存協会ほか

日　時：平成28年10月25日㈫13時～17時
場　所：京都市国際交流会館イベントホール（京都市左京区粟田口鳥居町）
参加費：無料（参加登録をお願いします）

内　容：
　13時15分～14時20分
　　　伝統木造の耐震性　－嘘とホント－

京都大学大学院工学研究科教授　林　　康裕氏
　14時25分～15時30分
　　　伝統木造の「痛み」は木の「傷み」

京都大学大学院農学研究科教授　藤井　義久氏
　15時40分～16時40分
　　　伝統木造の工法－修理工事の調査より判明したこと－

一般財団法人建築研究協会上席研究員　伊藤誠一郎氏

　参加ご希望の方は，お名前，ご住所，ご職業，ご連絡先を下記までメールまたは FAXでお申し込みく
ださい。

一般財団法人建築研究協会事務局公開講演会係
kenkyoden@clock.ocn.ne.jp　　FAX：075－751－7041
問い合わせTEL：075－761－5355

◇ ◇ ◇

（公社）日本木材加工技術協会　木材・プラスチック複合材部会
第20回定期講演会のご案内

　木材・プラスチック複合材部会では，「木材・プラスチック複合材に関係する広範囲の情報提供」を目的と
した第20回定期講演会を開催致しますのでお知らせします。より多くの方のご参加をお待ちしております。

記
日　　時　平成28年10月26日㈬　講演会13：00～17：00　情報交換会17：15～19：30
会　　場　文化シヤッターBXホール

東京都文京区西片1－17－3　文化シヤッターBXビル２F　　TEL：03－5844－7700
東京メトロ　南北線「後楽園駅」徒歩７分/丸の内線「後楽園駅」徒歩12分

関連団体　協賛：（公社）日本木材加工技術協会・ボード部会/関西支部，
　（一社）日本建材・住宅設備産業協会，日本繊維板工業会，（一社）日本木材学会，
　（公社）日本木材保存協会（順不同）

講演内容　「脱建材！脱日本！新しいウッドプラスチックの形（仮）」



　　　　　12：30～　　　　開場
　　　　　13：00～13：10　部会長開会挨拶
　　　　　13：10～16：00　ご講演
　　　　　　　　　　　　　◆セルロースナノファイバーの基礎と応用展開
　　　　　　　　　　　　　　（国研）産業技術総合研究所　機能科学材料部門
　　　　　　　　　　　　　　セルロース材料グループ　グループ長� 遠藤　貴士　氏
　　　　　　　　　　　　　◆（仮題）セルロースとマレイン酸変性樹脂の界面相容について
　　　　　　　　　　　　　　岐阜大学�応用生物科学部�応用生命科学課程�分子生命科学コース
　　　　　　　　　　　　　　バイオマス変換学研究室　准教授� 寺本　好邦　氏
　　　　　　　　　　　　　◆（仮題）ウッドプラスチックにおける自動車分野等新たな用途への展開
　　　　　　　　　　　　　　トクラス株式会社�技術開発センター� 伊藤　弘和　氏
　　　　　　　　　　　　　◆（仮題）WPRC・JIS/ISO 関連報告
　　　　　　　　　　　　　　ミサワホーム株式会社�調達開発部�特需推進課� 梅村啓志郎　氏
　　　　　16：00～16：15　休憩（パネルディスカッション準備）
　　　　　16：15～16：55　パネルディスカッション
　　　　　16：55～17：00　部会長閉会挨拶
　　　　　17：15～19：30　情報交換会（同会場ホワイエにて）
講演会参加費
　　　　　木材・プラスチック複合材部会　会員：5,000円（加工技術協会員・協賛団体会員も含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非会員：6,000円
� （会員登録は無料ですので，この機会に会員でない方も，是非ともご登録ください）
情報交換会　参加費：4,000円
申し込み　�参加申込書は，下記宛にFAXまたは，協会HP（http://www.jwta.or.jp/）からお送りいただき，

参加費をお振込みください　※〆切2016年10月20日㈭
　　　　　振込先）みずほ銀行　つくば支店　普通預金1161823
　　　　　　　　　口座名：WPC部会代表木口実（だぶりゅぴーしーぶかいだいひょうきぐちまこと）

FAX：029－874－3720　国立研究開発法人�森林総合研究所�木材改質研究領域�機能化研究室　小林正彦　宛
� お申し込み日　　月　　日

参加者氏名（フリガナ）

勤務先

連絡先 〒
TEL：　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　e-mail：　　　　　　　　

◆懇親会への参加：　ご出席　　　　ご欠席　　　　※いずれかに○をつけてください
◆入金日のご確認：　　月　　　日　　入金予定

◇　　　　　　◇　　　　　　◇


